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-Luf, *p15 NC103 NC33 g7
X5 NC102 NC34 577X
¥—pa| NC101 NC35 [~p13 X
— Y| NC100 NC36 [~H15%
- 14| NC99 NC37 (57~
P12 X713 NC98 NC38 53—
%15 NC97 NC39 FE5<
MMCL DAT2 |-AA5 MMC1 DAT2  R266. ~3R.5% CON_MMC1_DAT2 = oD Sz | Neor NS Tetzs
! Y3 MMC1_DAT3 _R26! 5% CON_MMC1_DAT3 AL0 G13
MMC1_DATS [7vg MMCL CMD___R267 5% CON_MMC1_CMD CD/DAT3 co A1 | NC9S NC41 75147
MMC1_CMD ——— CMD GND3 ATz | NC94 NC42 g7
w6 MMC1 CLK __ R269, A335% CON_MMCY_ELK VDD GND4 SA13 | NC93 NC43 |75 —¢
MMC1_CLK cLOCK GNDS5 % NC92 NC44 %
AA6 __ MMCL DATO _R270. A335% CON_MMC}_DATO vss GND6 |75 | Neal NC45 [p7—<
MMC1_DATO [~vz WIMCL_DATL _R271,\53.5% CON_MMCI DAT] I I DATO . SpND? e %57 NC30 NC46 [-E—<
MMC1_DAT1 paT1MICroSbenpg »—&1| NC89 NC47 g7
= SCHABE0200 iz Ness NC48 5757
X Ncs7 NC49 515X
*—1| NC8s NC50 (g7 X
™| )it} )t} ™| Y771 NC85 NC51 [Fr79X
D20 D21 D22 23 K14 B10
w7 MMC1_SD_CD Zd oo cn g oo 7 oo VDD_SD %Kiz | NC84 NC52 [gg~ X
MMC1_SDCD T 38 | 38 [ 38 [¢ 89 X5 NC83 NC53 15
g == g == |8 == 8 == %25 NC82 NC54 [—=5X
gl avNo |8 a%No [ aNa (g a%No
@l zo0 [g zoo @l 290 |3 Zze0
g oz> |8 oz> |§ 02> |5 02> S O PO OOIONAONREONTMN O DD O
[ I [ g VDD_SD 8855006666606068688686686868888
= s Q <yl e L A & Z22222222222222z2z2z2z222222222
[
MEM_MNAND_4GB
L Ei
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U11-5

>

21 DDR1_DQMO <3 AD23 | hoRr1 pQMO DDR1_BAO 2;; g%ggi_gﬁg gigz
DDR1_BAl i :
21 DDRL_DQSO :ggg DDR1_DQSO DDR1 BA2 [FABLE DR1_BA2 2124
21 DDR1_DQSNO DDR1_DQSNO
AE25 DDR1_AO ﬁ? g DR1_AO 21,24
21 DDR1_DO 2 AFs6 | DDR1_DO DDR1_AL [FAG50 DR1_A1 21,24
21 DDR1_D1 > AG26 | DDR1_D1 DDR1_A2 [~Ag1g DR1_A2 21,24
21 DDR1_D2 > ‘Atiz6 | DDR1_D2 DDR1_A3 DR1_A3 21,24
21 DDR1_D3 ) ‘AF24~| DDR1_D3
21 DDR1_D4 ) AE24 | DDR1_D4 AF21
21 DDR1_D5 2 AF>3 | DDR1_D5 DDR1_A4 [Ar55 DR1_A4 21,24
21 DDR1_D6 > AE23 | DDR1_D6 DDR1_AS5 [FAG53 DR1_AS 21,24
21 DDR1_D7 > DDR1_D7 DDR1_A6 [~aAg51 DR1_AG 21,24
DDR1 A7 DR1_A7 21,24
21 DDR1_DQM1 <) AB23 | ppR1_DQM1 AE22 oR1 AS o4
DDR1_A8 _ ;
21 DDR1_DQS1 23; DDR1_DQS1 DDR1_A9 ﬁggi DR1_A9 21,24
21 DDR1_DQSN1 DDR1_DOSN1 DDR1_AL0 [AB5% DR1_A10 21,24
DDR1_A11 DR1_A11 21,24
21 DDR1_D8 > ﬁggg DDR1_D8 AC21
21 DDRI_D9 > AGo7 | DDR1_D9 DDR1_A12 [~aFig DR1_A12 21,24
21 DDR1_D10 2 AFg | DDR1_D10 DDR1_A13 [~AE17 DR1_AL3 21,24
21 DDR1_DIl > AEs6 | DDR1_D11 DDR1_A14 [—a57e DR1_Al4 21,24
21 DDR1_DI12 > ACo5 | DDR1_D12 DDR1_A15 DR1_A15 21,24
21 DDR1_D13 > AG24 | DDR1_D13
21 DDR1_D14 = DDR1_D14
_ e - AF2
21 DDRI_DI5 5 AD25 | ppR1 D15 DDR1_RASN 0 PPDDRLRASN 21,24
21 DDR1_DQM2 & AC26 | hpR1_DOM2 DDR1_CAsN [-AE18 PDDR1_CASN 21,24
AD27
2DDR1_DQS2 DDR1_DQS2
2DDR1_DQSN2 éé AD28 | 1bR1IZDOSN2 DDR1_WEN [FAHZL >PDDR1_WEN 2124
V20
21 DDR1_D16 DDR1_D16
21 DDR1_D17 ) Avglgg DDR1_D17 DpDR1_oDTO [FAEZ -)»DDR1_ODTO 2124
21 DDR1 D18 ) AC>g | DDR1_D18
21 DDR1_D19 ) AGs7| DDR1_D19 AG22
21 DDR1_D20 S V9| DDR1_D20 DDR1_CKE >PDDR1_CKE 2124
21 DDR1_D21 ) AB27 | DDR1_D21 DDR1 CKE
21 DDR1_D22 ) V50| DDR1_D22 AH23
21 DDR1_D23 5 DDR1_D23 DDR1_CSON DPPDR1_CSNO 21,24
21 DDR1_DQM3 <) AR27 | ppR1_DQM3 R333
47K
21 DDR1_DQS3 g? DDR1_DQS3 AG24
21 DDR1_DQSN3 DDR1_DQSN3 DDR1_CK AHZ4—§ DR1_CLKO 21,24
) An23 DDR1_NCK DR1_CLKON 21,24 =L
21 DDR1_D24 > V55| DDR1_D24 -
21 DDR1_D25 ) Y55 | DDR1_D25
21 DDR1_D26 | DDR1_D26 21
21 DDR1_D27 S Ao DOR1 D27 bbR1_RST A8 DPPDR1_RST 21
21 DDR1_D28 ) AA26 | DDR1_D28
21 DDR1_D29 > AAse | DDR1_D29 DDR_VREFSTL1
21 DDR1_D30 ) Az ~| DDR1_D30
21 DDR1_D31 DDR1_D31 vi8 DDR VREFSTLL
DDR1_VREFO
VDD_DDR
273
R273 . 1UF/201
5% *<¥28 ] ppR1_DQM_ECC 6pI07_11 222 << DDR_VREF_OFF@4
DDR1_DQS_ECC Va7 =
DDRL_DQSN_ECC v2g_| PPR1_DQS_ECC )
= - DDR1_DQSN_ECC
Ro7a »W22 | bpR1_ECC_DO
VDD_DDR |—————>> vDD_DDR 5,10,21,22,23,24 1K 5% %Wig | DDRL_ECC D1
. 23| DDR1_ECC_D2
DDR_VREFSTLL|—— %5 ppR VREFSTLL 21,24 % DDR1_ECC D3 Texas Instruments, Inc.
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DDR1_ECC_D7 8
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U116
2 F28
DDR2_DQM0  <———————5"- DDR2_DQM0 » a0 |-UZ8 oR2 BAO 923
DDR2 | |
22 DpR2 DRSO 828 | gy poso DDR2 BAL [pat———————————— géDRZ_BAl 2223
22 DDR2_DQSNO {{——————5— DDR2_DQSn0 DDR2_BA2 DR2_BA2 22,23
R2!
22 DDR2_DO DDR2_DO DDR2_AO Rzg DR2_AQ 22,23
22 DDR2_D1 DDR2_D1 DDR2 AL [pog DR2_AL 22,23
22 DDR2_D2 Fo4| DDR2_D2 DDR2 A2 [y QPDR2. A2 22,23
22 DDR2_D3 DDR2_D3 DDR2_A3 [~ )>>DDR2_A3 22,23
22 DDR2_D4 57| DDR2_D4
22 DDR2_D5 E57 DDR2_D5 lp2a
22 DDR2_D6 DDR2_D6 DDR2 Ad B DR2_A4 22,23
22 DDR2_D7 DDR2_D7 DDR2 A5 [ o5 ——————, 323722 gggg
PR AeN20 &Koy 22,23
G24 DDR2_A7 [, - :
22 ppR2_DQM1 K—————————=" DDR2_DQM1
p:
22 DDR2DQSIC—— M1 hpp; post DDR2_A8 [-R2T DR2_A8 2223
22 DDR2_DQSN1{———————— = DDR2_DQSN1 DDR2_A9 [-153 ng,ﬁio 2252
DPR2 A0 TP2e — Kipmoann 2223
23 DDR2_A11 - :
22 DDR2_D8 >—? DDR2_D8
22 DDR2_D9 > Hoa | DDR2_D9 N8 e 0223
22 DDR2_D10 ) Hog | DDR2_D10 DDR2_A12 (75— . g
22 DDR2_D1l 2 Go6 | DDR2_D11 DDR2_AL3 55— —QDDR2 AL3 22,23
22 DDR2_DI12 35| DDR2_D12 DDR2_Al4 [ o5 ——QDDR2 Al 22,23
22 DDR2_Di3 Jo6| DDR2_D13 DDR2_A15 [—=————————))DDR2_A15 22,23
22 DDR2_D14 Jo4-| DDR2_D14
22 DDR2_D15 DDR2_D15 To3
DDR2_RASN 23— S»DDR2_RASN 22,23
K23
22 pprR2_DQM2 {K————————="- DDR2_DQM2 s
o7 DDR2_CASN [—="—~————————)>DDR2_CASN 22.23 DDR2_CKE
22 DDR2_DQS2 ({750 DDR2_DQS2
22 DDR2_DQSN2 {——— <21 ppR2_DQSN2 u2s
DDR2 WEN 28— SSDDR2 WEN 22,23
. 122 R334
22 DDR2_D16 > DDR2_D16 47K
22 DDR2 D17 ) E 2 DDR2_D17 DDR2_0DTO [FR&— %%DDR2_ODTO 22,23 :
22 DDR2 D18 > 53| DDR2_D18
22 DDR2_D19 > 54| DDR2_D19 u24 R CKE 2223 =
22 DDR2_D20 Jo3-| DDR2_D20 DDR2_CKE [—————————)>DDR2_ ]
22 DDR2_D21 Koo | DDR2_D21
22 DDR2_D22 J56-| DDR2_D22 P24 DR2 CSNO 9993
22 DDR2_D23 DDR2_D23 DDR2_CSNOQ [——=——————))DDR2 3
2
22 ppro_poM3  K——————M22 1 505 DoM3
22 DDRZ_DQSSéé M28 | boRr2 DQS3 128
22 DDR2_DQSN3 DDR2_DOSN3 DDR2_CK |55 DR2_CLKO 22,23
DDR2 NGK DR2_CLKON 22,23
27 ! -
22 DDR2_D24 I56 | DDR2_D24
22 DDR2_D25 I>5| DDR2_D25
22 DDR2_D26 L8| DDR2_D26 R24
22 DDR2_D27 7237 DDR2_D27 DDR2_RST D)PDR2_RST 22
22 DDR2_D28 M4 | DDR2_D28
22 DDR2 D29 M5 | DDR2_D29 N22
22 DDR2_D30 M26 | DDR2_D30 DDR2_VREFO < DDR_VREFSTL2 20,22,24
22 DDR2 D31 DDR2_D31
co74
0.1uf,16V
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DDR_VREFSTL2}————————> DDR_VREFSTL2 20,2224 o | Catalog Processors Business Unit I TEXAS
12500 T Blvd STRUMENTS
‘6 Dallas, TX 75243 N M
o9
o 8 AM572x General Purpose EVM Processor Module
T O AM572x DDR3 Interface 2
"c_u' 8 Size Document Number Modified By: Rev
O o B am572x_gp_evm_REV_A2b.dsn TI Applications A2b

Date: _Friday, October 09, 2015 [ Sheet 20  of 27
5 | 4 | 3 | 2 1




u24
u23 DDR1_A15 M7

M7 RTALZ 7| NC.M7/A15
1924 DDR1_A15$————— N7 NC.M7/AL5 a3 SR T+ ALa DDR1_D26 19
1924 DDRL_AL4$—————— T A4 DQ15 g5 DDR1_D10 19 BORT AL N7 | AL3 DDR1_D27 19
19,24 DDR1_A13 55—————————= 1 AI3 DQ14 |45 DDR1_D12 19 RTA =7 A12 DDR1_D30 19
1924 DDRL_A123—————N {1 A12 DQ13 45 DDR1_D13 19 BBRTATS 7| ALL DDR1_D28 19
1924  DDR1_All o ALL DQ12 DDR1_D15 19 5 "5 AL0
19,24  DDR1_A10 £ AL o SR T A9 DDR1_D31 19
19,24 DDRL A9 SR8 a9 DQ11 5 DDR1_D14 19 BERT A R A8 DDR1_D29 19
19,24 DDR1_AB 35——————————22 1 A8 DQI0 |3 DDR1_D11 19 RIAG R A7 DDR1_D25 19
19,24 DDRI_A7 $o———————R2{ A7 DQO [55 DDR1_D9 19 A6 DDR1_D24 19
19,24 DDR1_A6 )p——— A6 DQ8 DDR1_D8 19 DDR1 A5 P

P2 H7 AZ Pg | A5 DDR1_D19 b
19,24 DDR1_AS 2 AS DQ7 a5 DDR1_D5 19 — Ad DDR1_D21 19
19,24 DDR1_A4 > A4 DQ6 g DDR1_D4 19 RiAS P3| A3 DDR1_D17 19
19,24 DDR1_A33——————L2{ A3 DQ5 [ DDR1_D7 19 BORT AT o A2 DDR1_D20 19
19,24 DDR1_A2 57| A2 DQ4 DDR1_D1 19 RT AO 3| AL
19,24 DDR1_Al AL _ A0 DDR1_D18 19
19,24 DDR1_AO A0 DQ3 ¢ DDR1_D2 19 DDR1_D23 19

s 2% £ B s oo o2 e : B
19,24  DDR1_BA2 No| BA2 DO1L & DDR1_D3 19 —BORIBAT w2 | BAL = DDR1_D16 19
1924  DDR1_BAlL Vo BAL DQO = DDR1_DO 19 BAO
19,24 DDR1_BAO BAO DDR1_RASN 33 F3

13 3 DBRICASN 5| RASH LDQs Ga—g DDR1_DQS2 19
19,24 DDR1_RASN 2o RAS# LDQS |Heg———JYDDR1_DQSO 19 —BBRWEN 1o CASH LDQS# [H8————SDDRLDQSN2 19
19,24 DDR1_CASN o cAsH LDQS# [-go————————HSDDRLDQSNO 19 WE# DM DDR1_DQM2 19
19,24 DDR1_WEN WE# LDM DDR1_DQMO 19 DDR1_CSNO L2

1924 DDRL_CSNO Yp——— L2 | gy

Cc7
uDQS g »DDR1_DQS3 19
DDR1_CKE
Ko UDQS [HEF—————DDR1DQSL 19 K91 cke UDQS# gg—i DDRIDQSN3 18
19,24 DDR1_CKE »)»————"°+ CKE UDQS# [~pg—/PDR1 DQSN1 19 DDR1 ODTO Ki uDM DDR1_DQM3 19

1924 DDR1ODTO Dy— KI | oM PORIDOML 19 oot
: - > obT DDR1_CLKO 7 | 20 | L8 ZQLHI Rers 240,1%
a7 18 7Q1 L0  R276 240,1% DDRI_CLKON K7
19,24 DDR1_CLKO
19,24 DDR1_CLKON m SE# = 1 K
- DDR_VREFSTL1 P20 DDR1 RST POR_VEEFSTLL
T2 T O 1 T2 RSTn M8
19 DDRLRST »»——————5RSTn M8 VREFCA [~pi7
VREFCA |47 VREFDQ
VREFDQ ? NC.L9 A9
NC.L9 NC.L1 VSs.1
NC.L1 vss.1 ég L2 NC.J9 VSS.2 Ef—- 278 _f2re
NC.J9 vss.2 Fgr— NC.J1 VSS.3 Fag—1
NC.J1 vss3 f=x ?'ZZUF/ZOI — Do VOD.1 vssa 58— oUEI201 ::EZZUF/ZOl
b | VOD.1 VSS.4 [ ——4 &7 | VDD.2 VSS.5 [y VDD_DDR -
&7 vpD.2 VSS.5 [yt 077 VDD_DDR kg | VDD.3 VSS.6 g
VDD_DDR g | VDD.3 VSS.6 g1 VDD.4 VSS.7 7
7| vDD.4 VSS.7 [pr ouF/201 VDD.5 VSS8 [
5| VDD.5 VSS.8 [ VDD_DDR R VDD.6 VSS.9 [
R1| VDD.6 VSS.9 [ Ro | VDD.7 VSS.10 [,
Ro | VDD.7 VSS.10 [ A1 | VDD.8 VSS.11 g7
A1 | VDD.8 VSS.11 (g1 A8 | VDDQ.1 VSSQ1 g5
Ag| VDDQ.1 VSSQ.1 [gg b ©1] VbDQ.2 VSSQ.2 [pr
©1] VDDQ.2 VSSQ.2 [y b Go | vDDQ.3 VssQ3 [pg
Gs| VDDQ.3 VSSQ3 g5 52| VDDQ.4 VSSQ.4 &5
52| VDDQ.4 VSSQ.4 [ E6| VDDQ5 VSSQ5 [E§
+—F5| VDDQS5 VSSQ5 g5 4 [ £1 | VDDQ.6 VSSQ.6 [Fy
—F1 ] VDDQ.6 VSSQ.6 [FFg—1 12| VDDQ.7 VSSQ.7 g1
12| VDDQ.7 VSSQ.7 a1 Ho | VDDQ.8 VSSQ8 [gg
Ho | VDDQ.8 VSSQ.8 g1 VDDQ.9 VSSQ.9
VDDQ.9 VSSQ.9 K2 2
K2 2 VDDL VSSDL
VDDL VSSDL
.- 256MBx16 DDR3L
256MBx16 DDR3L =
Vi— OTT 23,24 Texas Instruments, Inc.
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u2s

M7 u26
2023 DDR2_A15 33— NC.M7/A15 A3 DDR2 A M7
2023 DDR2_Al4 )y Al4 DQI5 |55 DDR2_D2 20 BDRS ALl 77| NC.M7/A15 A3
20,23 DDR2_A13 p»——————————5— A13 DQ14 55 DDR2_D3 20 RoA 3| Al4 DQ15 [~gg DDR2_D22 20
2023 DDR2_A12 5p————————/ A12 DQI3 |25 DDR2_D4 20 DDRS AL N7 ] A13 DQ14 a5 DDR2_D21 20
20,23 DDR2_AL1 gy A11 DQ12 DDR2_D6 20 RoA "7 ] AL2 DQ13 [27 DDR2_D18 20
20,23 DDR2_A10 CEEEE—- A10 c2 RoATO T All DQ12 DDR2_D23 20
20,23 DDR2_A9 y>—————————2 1 A9 DQI1 [ DDR2_D1 20 BDRS A R3] A0 c
20,23 D S — 1 DQL0 &3 DDR2_D7 20 RO A T8 | A9 DQ11 [¢& DDR2_D19 20
20,23 DDR2_A7 oo———————— 2 A7 DQ9 |57 DDR2_D5 20 BDRZ A Ro | A8 DQ10 [¢& DDR2_D17 20
20,23 DDR2_A6 ))p———— A6 DQ8 DDR2_DO 20 RoAG R A7 DQY [ DDR2_D20 20

P H7 A6 DQ8 DDR2_D16 20
20,23 DDR2_AS A5 DQ7 |55 DDR2_D12 20 DDR2 Al b 7
20,23 DDR2_A4 A4 DQ6 g DDR2_D11 20 R e A5 DQ7 |55 DDR2_D26 20
20,23 DDR2_A3 ps| A3 DQ5 [z DDR2_D10 20 BDRZ A A4 DQ6 g DDR2_D31 20
20,23 DDR2_A2 o A2 DQ4 DDR2_D9 20 Ra s A3 DQ5 g DDR2_D25 20
20,23 DDR2_Al £ AL - R A pr| A2 DQ4 DDR2_D29 20
20,23 DDR2_AO A0 DQ3 [ DDR2_D14 20 SORSAD AL c

M3 DQ2 ¢ DDR2_D13 20 A0 DQ3 &3 DDR2_D28 20
20,23  DDR2_BA2 Na | BA2 DQ1 [ DDR2_D15 20 DDR2 BA2 M3 DQ2 g7 DDR2_D30 20
20,23 DDR2_BAl Mo | BAL DQO [— DDR2_D8 20 —BbR; BAL — Ng | BA? DQL g3 DDR2_D27 20
20,23  DDR2_BAO BAO DOR>BAG Vo | BAL DQO [— DDR2_D24 20

BAO

J3 F3
20,23 DDR2_RASN RAS# LDQS [ »PDR2 DQS1 20
2023 DDR2_CASN K3 1 casy 10QS# &2~ SSDDR2 DOSNI 20 — D 2 RSt LDQS [Ha————WDDR2 DES3 20
20,23 DDR2_WEN WE# LDM DDR2 DQM1 20 —BBRWEN 5] CASH LDQS# [-ge—————)9DPDR2_DQSN3 gg
—_— WE# LDM DDR2_DQM3
20,23 DDR2_CSNO pp— L2 f gy

DDR2_CSNO
o UDQS [HEF————DDR2 DQSO 20 DDR2 CSNO___ 12 | (g o
20,23 DDR2_CKE p)———————— CKE UDQS# -5z 2PDR2_DQSNO 20 DDR2 CKE Ko UDQS [—g7——QDDR2 DOS2 20
UuDM DDR2_DQMO 20 —e=ts B ke UDQS# [-pg—————9DDR2 DQSN2 20

20,23 DDR2_ODTO >>—K1 oDT DDR2_ODTO K1 ubm DDR2_DQM2 20
7 L8 7Q2 10 R 240,1% T
20,23 DDR2_CLKO CK p4e} ODR2 CLKO _ J7 |
AN Com— P DBRsCrkov 7| S 2o 2 | Rom 240.1%
DDR_VREFSTL2 ~ - | CK#
20 DpR2RST H——T2{ sy 8 P2l bRz RST T2 PORVREFSTL2
VREFCA [t O——————"——51RSTn va
9l \ce  VREFQ ' o ——
NC.L1 VSS.1 ég 2 L2 NcLe A9 _[c280
NC.J9 vss2 g —9% 5 NC.L1 VsS.1
NC.J1 VSS3 g; E)ZZUFIZOI 2 NC.J9 VsS.2 EE?—- bozurrzon
D6 | VDD VsS4 5 5~ NC.J1 VSS.3 -G
7] VDD.2 VSS5 [yt 282 55| VDD.1 VSS4 55—
VDD_DDR Ka | VDD.3 VSS.6 g1 G7| VoD.2 VSS.5 [yt 281
T VDD.4 VSS.7 Fp D2uF/201 VDD.3 VSS.6 5
VDD.5 VSS8 [ VDD_DDR VDD_DDR VDD.4 VSS.7 [p U201
R1 | VDD.6 VSS.9 VDD.5 VSS.8 [
Rg | VDD.7 VSS.10 [ R1 | VDD.6 VSS.9 [ VDD_DDR
A1| VDD.8 VSS.11 gy R | VDD.7 VSS.10 [
25| vDDQ.1 VSSQ.1 g3 A1| VDD.8 VSS.11 By
c1 VDDQ.2 VSSQ.2 B A8 VDDQ.1 VSSQ.1 (g
Go| VPDQ.3 VSSQ.3 55 ©1] VbDQ.2 VSSQ.2 [y
55| VDDQ.4 VSSQ4 &5 G5 vDDQ.3 VSSQ.3 g
t—E9] VDDQ.5 VSSQ.5 Es 1 D2 VDDQ.4 VSSQ.4 E2
¢—F1] vPDQ.6 VSSQ.6 FEg ¢ $—E5 VDDQ5 VSSQ5 [£g
12| VDDQ.7 VSSQ.7 &1 $—F1] VDDQ.6 VSSQ.6 [FEs 1
Ho | VDDQ.8 VSSQ.8 [Fgg1 12| VPDQ.7 VSSQ.7 g1
VDDQ.9 VSSQ.9 4 Ho| VDDQ.8 VSSQ.8 G5
K2 » VDDQ.9 VSSQ.9
VDDL VSSDL K2 2
VDDL VSSDL
256MBx16 DDR3L

256MBx16 DDR3L

VDD_DDR p————————————5 VDD_DDR 5,10,19,21,23,24

DDR_VREFSTL2|—<> DDR_VREFSTL2 20,24
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vTT

VDD_DDR
T VDD_DDR
Igzss E284 Ezss Ezss 287 288 289 Ezgo E291 292 203 294 Igzgs
F.zzm:/zm F.ZzuFlZUl F.ZzuFlZUl F.ZzuFlZUl F.zzm:/zol F.zzm:/zm F.zzm:/zol F.zzm:/zol F.ZzuFlZUl F.zzm:/zol F.zzm:/zm F.zzm:/zol Fom:,e.sv 20,22 DDR2 A9
20,22 DDR2_A11
20,22 DDR2_A6y
VDD_DDR = 20,22 DDR2_A14 )
T 20,22 DDR2_A10
VDD_DDR 20,22 DDR2_ODTO o,
20,22 DDR2_A15
Igsoo [9301 [5302 Esoa E304 [9305 [9306 [9307 Esos ang [9310 [9311 2022 DDR2 WEN $
——cs12 ’ —
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